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公司簡介與現況



公司簡介

公司名稱 :  雷科股份有限公司

成立日期 :  1988 年 9 月 9 日

資 本 額 :   新台幣 796,799 仟元

董 事 長 :   鄭再興 先生

員工人數 :  集團員工約 300 人

營業項目 :   SMD 捲裝材料

LASER & 量測

能源事業LED / GERMAGIC防疫系列產品

公司地址 :  高雄市前鎮區新生路248-39號 ( 經濟部臨廣科技產業園區 )



雷科集團營業據點

新竹分公司

高雄臨廣總公司

雷科-昆山
生產基地

雷科-東莞
發貨中心

雷科-新加坡

高雄新生大樓



雷科產品簡介



SMT製程週邊產品供應者
AOI

印刷
SPI
檢測 點膠 快速

P/P
慢速
P/P Reflow AOI

X-ray
LED包裝機 / 光選機 塑膠載帶、打孔紙帶、上下膠帶 分區循環式回焊爐

手機、平板、 NB 、XBOX、PS3 、MP3主機板



R-SMD製程與設備

Sputtering

v
c

10 3

v
c

C3/C1 Printing Firing R Printing G1 Printing

Stripulate Marking G2 Printing

Singulating Plating V.C.

Firing

AOI. Laser trim Firing

Sorting Tape &reel

Scribing



雷科產品事業群

PCT 捲裝材料 ECT捲裝材料

設備事業 ( Laser & Metrology Equipments )

SMD捲裝材料事業 ( Surface Mount Device Packaging Materials )

LED 燈具 空氣清淨機

能源事業LED / GERMAGIC防疫系列產品

GERMAGIC防疫產品

LASER 製程、檢測設備 METROLOGY設備、檢測設備



雷射核心技術



設備部門產品介紹與應用

Scriber

Trimmer

FPC Cutting

FPC Drilling

Inductor Dicing

FR4 Cutting

Stencil Cutting

Wafer Laser Marking

Wafer Laser 
Grooving

雷射應用技術
CORE COMPETENCE

Professional & High Performance
Laser Technologies

to suit all the industrial
Laser Application needs.

被動元件
Trimming、Thick Film

Thin Film、Functional Trim
Scriber、Cutting 、

Ceramic Substrate 、
Pitch AOI

光電產業
Drilling
LED Substrate
Cutting
Glass Cutting
ITO Patterning
TGV Drilling

PCB
PCB、Cutting、

FR4
FPC、LCP、

Drilling
FPC、Marking

2D Barcode

半導體
Trim、 Drilling、
Grooving、Cutting、
Marking、Scribing、
Laser Assisted 
Bonding

COMPOMENTS
其他元件、
Dicing
Inductor Dicing
Drilling、LTCC

SMT
SMT、Cutting

Stencil Cutting、
Soldering

Laser Soldering
BGA Underfill Remove

Substrate Drilling

Wafer Laser Trim



SMD-PCT 捲裝材料



SMD產品介紹 The structure of the conveyable tape



SMD封裝上、下膠帶及紙帶

功能：以捲裝方式包裝，便於ＳＭＴ之全自動插件。

用途：表面黏著元件之基本封裝材料。



SMD-ECT 捲裝載帶



捲裝載帶 ( Carrier Tape )

材質
PC ( 黑色導電、透明抗靜電、透明非抗靜電 ) 

PS ( 黑色導電、透明非抗靜電 )。

應用 適用於各種元件封裝，如IC、被動元件、LED…等

樣式 多層纏繞與單層纏繞



公司產品佔比

PCT捲裝

材料

31.95%

ECT捲裝

材料

14.05%

設備

53.53%

能源與其

他 0.47%

2021年

PCT捲裝材料 ECT捲裝材料 設備 能源與其他

PCT捲裝材

料

28.37%ECT捲裝材

料

15.09%

設備

53.29%

能源與其他

3.25%

2022年



公司產品產業佔比

others 
0.46%

2021年

Passive  omponents
80.34%

SEMICON/PCB/FPC、
FR4/OPTO-ELEC.

19.66%

others 
0.30%

2022年

Passive  omponents
63.87%

SEMICON/PCB/FPC、
FR4/OPTO-ELEC.

31.98%



歷年營收與毛利率

單位 : 新台幣仟元/%
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感謝您的蒞臨
Thank you for coming here today.


